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(§4) CARTE A CIRCUIT INTEGRE A CONNEXION MIXTE ET MODULE A CIRCUIT INTEGRE CORRESPONDANT. 

£t>< 



(57; Carte a circuit integre a connexion mixte comportant 
uncorps de carte dans lequel est noyee une antenne (1) 
reliee a un module comprenant un circuit integre (6) relie a 
des plages conductrices (5, 18) portees par un film support 
(4), I'antenne ayant des extremites s'etendant a I'aplomb 
de plages conductrices (5, 18), a distance de celles-ci et 
etant reliees a celles-ci par un organe conducteur (10, 11; 
21) s'etendant a travers le corps de carte. 
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La presence invention conceme une carte a 
circuit integre a connexion mixte. 

On entend par carte a connexion mixte une carte 
pouvant etre reliee avec un appareil soit par une liaison 
5 avec contact soit par une liaison sans, contact. 

On connait du document EP 682 321 une carte a 
circuit integre a connexion mixte comportant un corps de 
carte dans leguel est rioyee une antenne reliee a un module 
comprenant un circuit integre relie a des plages conductri- 
10 ces portees par un film support, 1' antenne ayant" des 
extremites a 1' aplomb des plages conductrices. Ce document 
prevoit la mise en contact directe des plages conductrices 
du module avec les extremites de 1' antenne. Ceci pose un 
probleme de posit ionnement du module qui doit etre extreme- 
15 ment precis et est done incompatible avec une fabrication 
& cadence elevee. 

Selon 1' invention on propose une carte a circuit 
integre a connexion mixte comportant un corps-de carte dans 
lequel est noyee une antenne reliee a un module comprenant 
20 un circuit integre relie a des plages conductrices portees 
par un film support, 1' antenne ayant des extremites 
s'etendant a 1' aplomb de plages conductrices a distance de 
celles-ci et etant reliees a celles-ci par un organe 
conducteur s'etendant a travers le corps de carte. 
25 Selon 13X1 autre aspect, 1' invention conceme un 

module a circuit integre comportant un film support equipe 
de plages de contact reliees a un circuit integre dans 
lequel en regard d'au moins deux plages de contact le film 
support est perC e de trous pourvus de plots de connexion 
s'etendant en saillie sur une face du film support oppose 
aux plages conductrices. On facilite ainsi la realisation 
d'une liaison entre les plages conductrices et les extremi- 
tes de 1' antenne lors de la mise en place du module dans la 
carte a circuit integr§. 

35 De P^ference les plots de connexion sont formes 
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d'une matiere conductrice dans un etat plastique. Ainsi la 
mise en place du module dans la carte a circuit integre 
provoque un ecrasement de la matiere conductrice qui 
deborde des trous dans le film support du module a circuit 
5 integre et permet 1 ' etablissement d'une liaison avec les 
extremites de 1'antenne meme dans, le cas d'un leger 
decalage entre les trous dans le film support du module a 
circuit integre et les extremites de 1 ' antenne . 

D'autres caracteristiques et avantages de l'in- 
10 vention apparaitront a la lecture de la description qui va 
suivre d'un mode de realisation particulier non limitatif 
de 1' invention, en reference aux figures ci-jointes parmi 
lesquelles : 

- la figure 1 est une vue en perspective eclatee 
15 des feuilles constituant le corps de la carte selon un mode 

de realisation de 1' invention, 

- la figure 2 est une vue partielle en coupe 
agrandie selon la ligne II- II de la figure 1 dans une etape 
intermediaire de realisation d'un premier mode de realisa- 

20 tion de la carte selon 1' invention, 

- la figure 3 est une vue en coupe analogue a 
celle de la figure 2 dans une etape ulterieure, 

- la figure 4 est une vue en perspective partiel- 
lement ecorchee d'un module a circuit integre au premier 

25 mode de realisation de 1' invention, 

- la figure 5 est une vue en coupe analogue a 
celle de la figure 2, apres mise en place du module a 
circuit integre, 

- la figure 6 est une vue en coupe analogue a 
3 0 celle de la figure 5 pour un second mode de realisation de 

1' invention, 

- la figure 7 est une vue en coupe analogue a 
celle de la figure 5 pour un troisieme mode de realisation 
de 1' invention. 

35 En reference aux figures, dans le premier mode de 
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realisation la carte a circuit integre a connexion mixte 
selon 1' invention est realisee a partir d'une antenne 1 
portee par une feuille support 2 et d'un module, generale- 
ment designe en 3 comprenant (voir figures 4 et 5) un film 
5 support 4 equips de plages conductrices 5 reliees a un 
circuit integre 6 par des fils 7, le circuit integre 6 et 
les fils de liaison 7 etant noyes dans un bloc de resine 8. 

L' antenne 1 comporte deux extremites adjacentes 
l'une a .1' autre sur lesquelles sont formes des plots de 

10 liaison 11 s'etendant en saillie par rapport aux extremites 
de 1' antenne (voir figure 2) . Les plots de liaison 11 
peuvent etre realises par serigraphie d'un polymere 
conducteur ou par depot mecanique d'une goutte de metal. 

Le film support 4 du module a circuit integre 3 

15 comporte en regard de deux plages de contact 5 des trous 9 
pourvus de plots de connexion 10 , par exemple une matiere 
conductrice comprenant un polymere contenant des grains 
conducteurs, s'etendant en saillie sur une face du film 
support 4 opposee aux plages de contact 5 . Dans le cas de 

20 plots de connexion 10 en matiere conductrice, celle-ci est 
de preference dans un etat plastique avant 1 ' incorporation 
du module a la carte a circuit integre selon 1' invention. 

Afin de permettre une liaison entre les plages 
conductrices 5 du module et les extremites de 1' antenne 1, 

25 les trous 9 dans le film support du module sont realises 
selon une disposition permettant leur mise en regard des 
plots de liaison 11 lorsque le module a circuit integre 3 
est implante dans la carte. 

Dans le mode de realisation illustre, la feuille 

3 0 support 2 de 1 ' antenne 1 est realisee en une matiere 
synthetique renforcee, par exemple une resine epoxy 
renforcee par des fibres de verre ou des fibres polyester 
et 1' antenne 1 est realisee sous forme d'un circuit imprime 
sur la feuille support 2 . Dans ce mode de realisation la 

3 5 feuille support 2 comporte une ouverture 12 ayant une 
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dimension transversale D superieure a la dimension trans- 
versale d du bloc de resine 8 contenant le circuit integre 
6 (figure 5) . 

Pour la realisation de la carte selon 1' invention 
5 telle qu'illustree sur la figure 5, la feuille support 2 de 
1 ' antenne 1 est tout d'abord recouverte sur ses deux faces 
avec des f euilles de matiere isolante 13 . Des f euilles de 
matiere thermoplastique telles que du PVC sont par exemple 
appliquees sur la feuille support 2 par laminage £ chaud de. 

10 sorte que les feuilles de matiere isolante 13 adherent a la 
feuille support 2 et fluent pour remplir de facjon homogene 
l'ouverture 12 dans la feuille support 2. La matiere 
remplissant l'ouverture 12 assure en outre un encastrement 
de la feuille support 2 dans la masse de matiere thermo- 

15 plastique formee par le ramoll is semen t des feuilles 13 . On 
obtient ainsi la structure en sandwich representee en coupe 
sur la figure 2 . 

Une cavite generalement designee en 14 est 
ensuite creusee dans le corps de carte ainsi constitue 

2 0 (figure 3) . La cavite 14 comporte une partie cent rale 15 de 

faible diametre mais de forte profondeur destinee a 
recevoir le bloc de resine 8 du module 3, et une partie 
peripherique 16 de plus grand diametre et de plus faible 
profondeur destinee a recevoir le film support 4 et les 

25 plages conductrices 5 du module 3 . On notera a ce propos 
que la hauteur des plots de liaison 11 est prevue pour que 
lors de la realisation de la partie 16 de la cavite 14 les 
plots de liaison 11 de 1' antenne debouchent dans le fond de 
la cavite. La realisation de plots de liaison en saillie 

30 par rapport aux extremites de 1' antenne permet un usinage 
de la cavite avec des tolerances habituelles sans risquer 
d ' endommager 1 ' antenne . 

En outre on remarquera que la realisation dans la 
feuille support 2 d'une ouverture 12 ayant une dimension 

3 5 transversale superieure a la dimension transversale du bloc 



2752077 



5 

de resine du module 3 permet de realiser la cavite dans une 
masse de matiere homogene, ce qui permet d'utiliser un 
outil particulierement adapte a cette matiere. En outre, la 
matiere thermoplastique homogene qui entoure la partie 15 
5 de la cavite realise un encastrement du bord de l'ouverture 
12 de la feuille support 2, ce qui assure une meilleure 
resistance de la carte aux efforts auxquels elle est 
soumise lors des differentes manipulations que ce soit 
pendant la fabrication ou lors de 1' utilisation. 

10 Apres realisation de la cavite, le module 3 est 

implante dans la carte, par exemple en disposant dans le 
fond de la cavite une faible quantite de colle 17 qui se 
repand dans l'intervalle entre le bloc de resine 8 et la 
paroi de la cavite 14. Lors de cette mise en place du 

15 module 3 dans le corps de carte, la matiere conductrice 10 
disposee dans les trous 9 du film support 4 s'ecrase comme 
illustre par la figure 5 et assure un contact avec les 
plots de liaison 11, formant ainsi un organe conducteur 
entre les plages conductrices 5 et l'antenne 1. Lorsque la 

20 matiere conductrice 10 est dans un etat plastique avant la 
mise en place du module, on prevoit de preference apres 
mise en place un durcissement en temperature de la matiere 
conductrice afin d' assurer une fiabilite superieure de la 
connexion. On notera a ce propos que dans ce mode de 

25 realisation les plages conductrices 5 qui sont reliees aux 
extremites de l'antenne, bien qu'elles soient tournees vers 
l'exterieur du module, c'est-a-dire sur une face opposee au 
circuit integre 6, ne sont pas utilisees pour realiser un 
contact avec une machine. Les plages conductrices 5 qui 

3 0 sont reliees a l'antenne servent done seulement a effectuer 
un pontage entre les extremites de l'antenne et les fils 7 
correspondant . 

La figure 6 illustre un second mode de realisa- 
tion dans lequel les plages conductrices 18 servant de 

3 5 pontage entre le circuit integre 6 et les extremites de 
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1'antenne sont cette fois disposees sur la face du film 
support 4 portant le circuit integre 6. 

Dans ce cas le module comporte de preference a 
1 ' aplomb des plages conductrices 18, des trous 19 qui 
5 permettent de mettre un outil chauf fant en contact avec les 
plages conductrices 18 lors de la mise en place du module. 
Les plots de connexion 10 et les plots de liaison 11 qui 
servent & relier les plages conductrices 18 aux extremites 
de 1'antenne 1 sont alors avantageu semen t realises en 

10 matiere conductrice fusible, ce qui permet de realiser une 
soudure a chaud et d'obtenir une liaison presentant une 
resistance electrique particulierement faible entre les 
plages conductrices et 1'antenne. 

Par ailleurs dans ce mode de realisation le 

15 module est fixe par un cordon de colle 20 dispose dans ' le 
fond de la partie 16 de la cavite 14 en 1 ' interrompant a 
1' aplomb des plots de liaison 11. 

La figure 7 illustre un troisieme mode de reali- 
sation dans lequel 1'antenne 1 n'est plus port£e par une 

20 feuille support en resine epoxy prise en sandwich entre 
deux feuilles thermoplastiques , mais est directement 
realisee sur une feuille thermoplastique qu'il suffit done 
1 de recouvrir sur la face comportant 1'antenne avec une 
feuille de meme nature pour obtenir un corps de carte en 

25 matiere homogene . 

En outre dans ce troisieme mode de realisation la 
liaison entre les plages conductrices 5 et 1'antenne 1 est 
assuree par des organes conducteurs rigides, ici des vis 21 
qui traversent les plages conductrices 5 et les extremites 

30 correspondantes de 1'antenne 1. Dans ce cas l'organe 
conducteur est mis en place apres fixation du module dans 
la cavite de la carte, 

Bien entendu 1' invention n'est pas limitee au 
mode de realisation decrit et on peut y apporter des 

35 variantes de realisation sans sortir du cadre de l'inven- 



tion tel que defini par les revendi cat ions . 

En particulier, les differents modes de realisa- 
tion du corps de carte et du module peuvent etre combines 
selon des assemblages differents de ceux illustres . 
5 Bien que 1' invention ait ete decrite en disposant 

de la matiere conductrice dans les trous 9 du film support 
4 pour former des plots de connexion 10, prealablement a la 
mise en place du module 3, cette partie de 1'organe 
conducteur entre les plages conductrices 5 et l'antenne 1 

10 peut etre realisee en disposant des gouttes de matiere 
conductrice 10 sur les plots de liaison 11 apres realisa- 
tion de la cavite 14, la matiere conductrice venant alors 
remplir les trous 9 du film support 4 pour assurer une 
liaison avec les plages conductrices 5 lors de la mise en 

15 place du module 3 dans le corps de carte. On peut egalement 
r§aliser des plots de connexion 10 sous forme de pions en 
materiau rigide, par exemple en metal, qui sont inseres 
dans les trous 9 et s'enfoncent dans les plots de liaison 
11 lors de la mise en place du module. 

20 Comme illustre par la figure 1, la feuille 

support 2 et les feuilles de recouvrement 13 sont de 
preference realisees sous forme de bande continue, even- 
tuellement pourvues de perforations laterales non represen- 
tees, af in de realiser une serie de cartes par deplacements 

25 sequentiels des bandes a des postes de travail successifs. 
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RE VEND I CAT I ONS 
1. Carte a circuit integre a connexion mixte 
comportant un corps de carte dans lequel est noyee une 
antenne (1) reliee a un module comprenant un circuit 
5 integre (6) relie a des plages conductrices (5, 18) portees 
par un film support (4), 1 ' antenne ayant des extremites 
s'etendant a l'aplomb de plages conductrices (5, 18), 
caracterisee en ce que les extremites de 1' antenne s'eten- 
dent a distance des plages conductrices et sont reliees a 
10 celles-ci par un organe conducteur (10, 11 ; 21) s'etendant 
a travers le corps de carte. 

2 . Carte a circuit integre selon la revendication 

1, dans laquelle les plages conductrices s'etendent sur une 
face externe de la carte, caracterisee en ce que le film 

15 support (4) du module comporte des trous (9) dans lesquels 
s'etend une partie (10) de 1 ' organe conducteur. 

3 . Carte a circuit integre selon la revendication 

2, caracterisee en ce que la partie (10) de 1 ' organe 
conducteur s'etendant dans les trous (9) du film support 

2 0 (4) deborde de ceux-ci. 

4. Carte a circuit integr§ selon la revendication 
1 dans laquelle 1' antenne (1) est portee par une feuille 
support (2) , caracterisee en ce que la feuille support (2) 
comporte une ouverture (12) ayant un diametre (D) au moins 
25 egal au diametre (d) d'un bloc de resine contenant le 
circuit integre et est prise en sandwich entre deux 
feuilles de matiere isolante (13) . 

5 . Carte a circuit integre selon la revendication 
1, caracterisee en ce qu'elle comporte des plots de liaison 

3 0 (11) s'etendant en saillie aux extremites de 1 ' antenne et 

relies aux plages conductrices (5, 18). 

6. Carte a circuit integre selon la revendication 
1, caracterisee en ce qu'elle comporte des organes conduc- 
teurs (21) rigides traversant les plages conductrices (5) 
3 5 et les extremites correspondantes de 1' antenne 1. 
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7. Module a circuit integre comportant un film 
support (4) equipe de plages conductrices (5) reliees a un 
circuit integre (6), caracterise en ce qu'en regard d'au 
moins deux plages de contact (5) le film support (4) est 
perce de trous ( 9 ) pourvus de plots de connexion ( 10 ) 
s'§tendant en saillie sur une face du film support (4) 
opposee aux plages conductrices (5) . 

8 . Module a circuit integre selon la revendica- 
tion 7 , caracterise en ce que les plots de connexion (10) 
sont formes d'une matiere conductrice (10) dans un etat 
plastique . 

9„" Module a circuit integre selon la revendica- 
tion 7, caracterise en ce que les plots de connexion (10) 
sont formes par des pions en matiere rigide. 

10 . Module a circuit integre comportant un film 
support (4) equipe de plages conductrices reliees a un 
circuit integre (G) , au moins l'une des plages conductrices 
(18) s'etendant sur une face du film support (4)* portant le 
circuit integre (6), caracterise en ce qu'a l'aplomb de 
celle-ci, le module comporte des trous (19) debouciiant sur 
une face du module opposee au circuit integre. 
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